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【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｊ 201/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   9/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/22     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/32     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/36     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 121/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｊ 201/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ   9/02    　　　　
   Ｈ０１Ｂ   1/22    　　　Ｄ
   Ｈ０５Ｋ   3/32    　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ   3/36    　　　Ａ
   Ｃ０９Ｊ  11/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 121/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月13日(2009.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相対峙する回路電極を加熱、加圧によって、加圧方向の電極間を電気的に接続する加熱
接着性接着剤において、前記接着剤中には、１０μｍ以下の平均粒径で分散されたゴム粒
子と、フィルム形成性高分子と、エポキシ樹脂と、潜在性硬化剤とを含有する回路接続用
接着剤であって、
　前記ゴム粒子は、平均粒径以下の粒子が粒径分布の８０％以上を占めるシリコーン微粒
子である回路接続用接着剤。
【請求項２】
　相対峙する回路電極を加熱、加圧によって、加圧方向の電極間を電気的に接続する加熱
接着性接着剤において、前記接着剤中には、硬化後に１０μｍ以下の平均粒径で分散され
ているゴム粒子と、フィルム形成性高分子と、エポキシ樹脂と、潜在性硬化剤とを含有す
る回路接続用接着剤であって、
　前記ゴム粒子は、平均粒径以下の粒子が粒径分布の８０％以上を占めるシリコーン微粒
子である回路接続用接着剤。
【請求項３】
　ＤＳＣ（示差走査熱分析）での発熱開始温度が６０℃以上である、請求項１又は２に記
載の回路接続用接着剤。
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【請求項４】
　硬化反応の８０％が終了する温度が２６０℃である、請求項１～３のいずれか一項に記
載の回路接続用接着剤。
【請求項５】
　発熱量が５０～１４０Ｊ／ｇである、請求項１～４のいずれか一項に記載の回路接続用
接着剤。
【請求項６】
　さらに０．２～３０体積％の導電粒子を分散させた、請求項１～５のいずれか一項に記
載の回路接続用接着剤。
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